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2011年电子信息产业统计公报

2011年是我国电子信息产业调整转型的重要一年。面对国际环境新变化和国内经济运行新形势，全行业努力克服各种困难，不断巩固和扩大应对国际金融危机的成果，产业发展呈现出生产较快增长、投资高位运行、外贸出口逐步趋稳、结构调整扎实推进的良好局面，为推动信息化发展和促进两化融合发挥积极作用，在国民经济发展中的地位不断提高。
　　一、产业地位保持领先，经济贡献日益突出

　　(一)在工业行业中保持领先地位

2011年，规模以上电子信息制造业增加值、投资增速分别高于工业平均水平2.0和近20个百分点。行业收入、利润占全国工业比重分别达到8.9%和6.1%，电子制造业在整体工业中的领先和支柱作用日益凸显。
　　(二)对国民经济的贡献日益加大

2011年，规模以上电子信息制造业从业人员940万人，比2010年新增60万人，占全国城镇新增就业人口的4.9%。上缴税金1245亿元，同比增长31.0%，增速高出全国工业平均水平6.2个百分点。电子信息产品进出口总额达11292.3亿美元，占全国外贸进出口总额的31.0%。电子信息产业在国民经济中的重要性不断提高。
　　(三)为信息化建设发挥有力支撑

截至2011年底，我国手机普及率达到73.6部/百人，比2010年提高9.2部/百人；3G网络渗透率达到13.0%，比2010年提高7.5个百分点。我国互联网普及率达到38.3%，比上年提高4.0个百分点；其中手机上网用户占到网民总数的69.4%，比上年提高3.2个百分点。城镇居民的彩电、计算机拥有率超过135台/百户和70台/百户，均比上年有所提高。金融、电信、电力、能源和政府等领域的软件业务收入增势迅猛；信息技术对其他行业的渗透进一步深化，为改造提升传统产业、促进工业节能减排、扶持中小企业发展及推动通信业转型发展等发挥积极作用。
　　(四)全球产业大国地位不断凸显

2011年，我国彩电、手机、计算机等主要电子产品产量占全球出货量的比重分别达到48.8%、70.6%和90.6%，均名列世界第一。软件业收入占全球软件企业收入的比重超过15%。我国电子信息产业的国际地位不断提高。
　　二、产业规模持续扩大，结构调整扎实推进

　　(一)产业规模稳步增长

2011年，我国电子信息产业实现销售收入9.3万亿元，增幅超过20%；其中，规模以上制造业实现收入74909亿元，同比增长17.1%；软件业实现收入18468亿元(快报数据)，比上年增长35.9%。规模以上电子信息制造业实现销售产值75445亿元，同比增长21.1%。手机、计算机、彩电、集成电路等主要产品产量分别达到11.3亿部、3.2亿台、1.2亿台和719.6亿块，同比增长13.5%、30.3%、3.4%和10.3%。
　　(二)经济效益波动明显

2011年，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入74909亿元，同比增长17.1%；实现利润总额3300亿元，同比增长16.8%。行业销售利润率为4.4%，与2010年基本持平；全年有6个月份的利润呈下降态势，波动较为明显。行业主营业务成本占主营业务收入的比重达到88.7%，比2010年提高0.6个百分点。行业中亏损企业2497个，同比增长36.7%，企业亏损面达16.6%；亏损企业亏损额同比增长52.9%。
　　(三)外贸增速逐步趋稳

2011年，电子信息产品进出口增速呈前高后低态势，全年进出口总额达到11292.3亿美元，同比增长11.5%，占全国外贸总额的31.0%。其中，出口6612.0亿美元，同比增长11.9%，增速比2010年同期下滑17.4个百分点，占全国外贸出口额的34.8%；进口4680.3亿美元，同比增长11.0%，增速比2010年同期下降23.0个百分点，占全国外贸进口额的26.8%。出口额前三位的产品为：笔记本电脑1058.8亿美元，增长11.1%；手机627.6亿美元，增长34.3%；集成电路325.7亿美元，增长11.4%。
　　(四)投资保持快速增长

2011年1-11月，电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资8183亿元，同比增长56%，高于工业投资29.2个百分点。其中，电池行业完成投资达1505亿元，占全行业投资比重18.4%，同比增长111.7%，成为电子信息产业中投资最密集、增长最快的领域。1-11月，电子信息产业新开工项目6523个，同比增长59.1%，扭转去年同期下滑局面。其中，电子元器件、信息机电和信息化学品制造行业新开工项目数增长均超过55%，个数占全行业70%。
　　(五)结构调整不断深化

　　1、软硬件比例趋于合理，行业结构不断改善

2011年，我国电子信息产业中软件业收入比重接近20%，与上年(17.5%)相比有明显提高。在制造业中，随着新型显示器件、LED、光伏产品等领域的快速发展，电子元、器件和电子材料行业收入比重达到36.7%，比上年提高1.2个百分点。在软件业中，服务化趋势明显，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3028亿元，所占比重达到10.1%和16.4%，比上年提高0.7和1.1个百分点。
　　2、内销市场稳步增长，产业对外依存度下降

2011年，规模以上电子信息制造业实现内销产值34165亿元，同比增长31.0%，比行业销售产值增速和出口交货值增速高9.9和17.1个百分点。电子制造业对外依存度(54.7%)比上年下降3.5个百分点。
　　3、内资企业快速发展，本土企业实力增强

2011年，规模以上电子信息制造业中内资企业销售产值、出口交货值增速分别达到31.1%和16.4%，高于行业平均水平10.0和2.5个百分点。内资企业经营水平不断提高，销售利润率达到6.6%，高于行业平均水平2.2个百分点。
　　4、产业转移步伐加快，区域结构持续优化

　　2011年，中、西部地区规模以上电子信息制造业销售产值增长63.1%和74.3%，高出全国平均水平42和53.2个百分点；两个地区实现出口交货值增长均超过110%。东部地区电子制造业销售产值和出口交货值增长15.9%和9.1%，低于全国平均水平5.2和4.8个百分点，产业在东部地区的销售产值和出口交货值比重(84.6%和91.5%)比2010年同期下降3.8和4.0个百分点。

　　5、外贸结构继续调整，抵御风险能力增强

2011年，我国电子信息产品出口中：一般贸易出口1194.7亿美元，同比增长22.3%，比重达到18.1%，较上年提高1.6个百分点；内资企业出口1237.7亿美元，比重达18.7%，比上年提高0.8个百分点；前十位出口对象所占比重72.3%，比上年下降0.3个百分点；出口前五位省市所占比重84.9%，比上年下降2.2个百分点。
　　(六)科研创新成果显著

截至2011年底，全国信息技术领域专利申请总量达到136.4万件，占工业行业专利申请量的35.7%；比上年增加22.95万件，同比增长20.2%；信息技术领域专利申请总量和新增量在各工业行业中均居于首位。产业内领军企业华为和中兴的专利申请量分别达到3.04和2.48万件，明显领先于其他企业。在2011年度国家科学技术奖励大会上，武汉邮电科学研究院、海尔集团和华为技术有限公司等多家企业荣获国家科学技术进步奖，在新型显示技术、移动宽带、光通信等多个领域取得新突破，为促进产业结构调整，推进产学研体系健康发展发挥了积极作用。
在当前的产业运行中，也存在一些问题和矛盾，需要引起重视并及时采取应对措施。一是自主创新不足、缺乏核心技术，产业发展受制于人。二是国内成本优势正在逐步削弱，原材料价格、用工成本持续走高，人民币面临升值压力将加大，沿海地区土地日趋紧张，传统的制造业基地地位面临挑战。三是行业发展秩序仍待规范，部分领域重复建设现象明显；价格战等低端竞争形式依然存在；产品质量和售后服务问题仍较突出。
　　下一阶段，国际经济环境复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。产业发展面临着国际市场需求疲软、贸易保护主义愈演愈烈、世界范围内信息技术产业竞争加剧等挑战；同时也具有国内市场稳步增长、信息化建设全面深化、产业结构持续调整等积极因素，预计2012年产业发展增速将与2011年基本持平。我们既要看到诸多有利条件，坚定发展的信心，更要充分估计形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和忧患意识，做好应对更大困难挑战的准备。

　　附表： 表1 2011年电子信息产业主要指标完成情况

	
	单位
	2011年
	增速%

	一、规模以上电子信息制造业

	主营业务收入
	亿元
	74909
	17.1

	利润总额
	亿元
	3300
	16.8

	税金总额
	亿元
	1245
	31.0

	从业人员
	万人
	940
	6.8

	固定资产投资
	亿元
	8183
	56.0

	电子信息产品进出口总额
	亿美元
	11292.3
	11.5

	其中：出口额
	亿美元
	6612.0
	11.9

	进口额
	亿美元
	4680.3
	11.0

	二、软件业

	软件业收入
	亿元
	18468
	35.9

	三、主要产品产量

	手机
	万部
	113257.6
	13.5

	微型计算机
	万台
	32036.7
	30.3

	彩色电视机
	万台
	12231.4
	3.4

	集成电路
	亿块
	719.6
	10.3

	程控交换机
	万线
	3034.0
	-3.2


　　附图：
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图1 2011年电子信息制造业与全国工业增加值累计增速对比
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图2 2011年软件业累计收入完成情况
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图3 2011年电子信息产品累计出口额情况
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　　图4 2011年电子信息制造业内外销产值累计增速对比
2011年规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况
	2011年1-12月规模以上电子信息制造业主要效益指标完成情况（一）

	工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表
	单位：万元


	单位名称
	主营业务收入
	利润总额
	税金总额

	
	累 计
	增减%
	累 计
	增减%
	累 计
	增减%

	全部企业合计
	749091672
	17.1
	33001284
	16.8
	12446867
	31.0

	其中：通信设备制造业
	116525886
	18.7
	5587165
	-9
	2766895
	26.4

	      雷达制造业
	2409675
	17
	184247
	42.5
	51378
	40.3

	      广播电视设备制造业
	5957262
	18
	395136
	34.9
	156237
	44.8

	      电子计算机制造业
	216764876
	15.2
	6449502
	21.8
	1643487
	35.1

	      家用视听设备制造业
	50028284
	12.3
	1751728
	10.8
	899609
	52.8

	      电子器件制造业
	118903868
	25.6
	5347029
	18.1
	1753099
	34.5

	      电子元件制造业
	134513064
	18.6
	6287758
	5.9
	2285233
	30.8

	      电子测量仪器制造业
	10364433
	22.5
	1024548
	18.4
	420865
	23

	      电了专用设备制造业
	25289888
	23.3
	1506459
	24.9
	632210
	39.9

	      电子信息机电制造业
	21083710
	22.8
	1548583
	23.1
	752548
	44.5

	      其它电子信息行业
	47250727
	26.1
	2919129
	-1.8
	1085307
	14.2

	其中：外商港澳台投资企业
	528685541
	16.3
	18444490
	7.6
	5349462
	28.8

	其中：国有控股企业
	60324290
	15
	3306052
	26.1
	1477550
	41.1


电子信息制造业
“十二五”发展规划

前 言

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。“十二五”时期是我国坚持走新型工业化道路、加快转变经济发展方式、全面建设小康社会的关键时期，也是电子信息制造业调结构、转方式、增强产业核心竞争力、提升发展质量效益、由大变强的攻坚时期。为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，按照《工业转型升级“十二五”规划》、《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》及《信息产业“十二五”发展规划》的总体部署和要求，编制《电子信息制造业“十二五”发展规划》，作为“十二五”期间电子信息制造业发展的指导性文件。

　　“十一五”发展回顾

　　“十一五”时期，我国电子信息制造业抓住国家经济社会发展和国际产业转移的重大机遇，克服国际金融危机的不利影响，积极推进结构调整，着力加强自主创新，实现了产业的稳步增长，对经济社会发展的支撑引领作用愈益凸显。

　　(一)产业规模稳步扩大

　　2010年，我国规模以上电子信息制造业销售收入达63945亿元，较2005年(31010亿元)翻一番，5年间年均增速超过15%;出口占全国外贸出口的比重一直保持在30%以上;彩电、微型计算机、手机等主要整机产品产量分别达1.2亿台、2.5亿台和10亿部，均占全球总产量40%以上，5年间年均增速分别为7.4%、24.9%和26.9%;规模以上电子信息制造业从业人员达880万人，比2005年增长329万人，占全国工业从业人员比重从2005年的8%提高到10%。

　　(二)结构调整初见成效

　　技术升级换代加快，高端产品增速强劲。2010年，平板电视、笔记本电脑占彩电和计算机比重均已超过75%，多条集成电路12英寸线、首条六代液晶面板线建成投产。积极适应网络化、智能化、服务化新趋势，大型整机企业向服务领域延伸，着力发展移动互联网、云计算、物联网等新兴应用。产业集中度明显提高，以百强企业为代表的骨干企业竞争力显著增强。2005年到2010年，电子信息百强企业主营业务收入由9643亿元增长到15354亿元，创造了全行业1/4的销售收入、1/3以上的利润和1/2以上的税收，出现了华为、联想、海尔等销售收入过千亿元的企业。中、西部地区发展步伐加快，2008年至2010年，规模以上电子信息制造业销售收入增速连续3年高于全国平均水平10个百分点以上。

　　(三)自主创新能力有所增强

　　国家投入力度不断加大，科技重大专项持续实施，企业为主体的创新体系逐步形成。高世代薄膜晶体管液晶显示屏(TFT-LCD)和等离子显示屏(PDP)面板规模化生产技术取得重大进展，填补了国产平板电视面板空白。中央处理器(CPU)、移动通信芯片等一批中高端集成电路产品取得突破，65纳米先进工艺和高压工艺等特色技术实现量产，三维封装等新型封装技术均有开发和生产应用。高密度离子刻蚀机、大角度离子注入机等集成电路核心制造设备进入生产线。千万亿次高性能计算机研制成功，迈入国际先进行列。时分同步码分多址接入(TD-SCDMA)技术形成完整的产业链体系，实现规模商用，40G超大容量光传输系统领域取得技术突破。数字电视地面传输技术及数字音视频编解码技术达到国际先进水平。标准和知识产权战略有力推进，形成了时分双工长期演进技术(TD-LTE)、数字视频编解码标准(AVS)、数字音频编解码标准(DRA)、地面数字电视传输标准(DTMB)、闪联等一批以自主知识产权为依托的技术标准。2010年全国信息技术领域专利申请总量超过110万件，稳居各行业之首。

　　(四)产业集聚发展效应明显

　　长江三角洲、珠江三角洲、环渤海和福厦沿海四大产业集聚区的工业增加值、销售收入、利润和从业人员占全行业比重均已超过80%，建立了高度细化的产业配套分工体系，具备了较为完备的产业配套能力，发展成为影响全球市场的国际化生产制造基地，提升了我国在全球产业链中的地位。中西部承接产业转移能力不断增强，形成了整机制造、光电子、平板显示、太阳能光伏等特色化发展的产业基地，产业集聚效应日益显现。

　　(五)支撑引领作用愈益凸显

　　信息技术及产品在推动工业转型升级、促进两化深度融合等方面发挥了积极作用，钢铁、化工、汽车、船舶、航空等主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过60%，关键工序数(自)控化率超过50%，制造技术和信息技术融合步伐进一步加快。信息技术在工业领域深度融合和渗透，汽车电子、机床电子、医疗电子、智能交通、金融电子等量大面广、拉动性强的产品及信息系统发展迅速，为加快推进国民经济与社会信息化建设、保障信息安全提供了重要的技术和产品支撑。

　　经过五年的发展，我国电子信息制造大国的地位进一步巩固，总体实力跃上新台阶，但产业发展的深层次问题和结构性矛盾仍然突出，主要表现为：关键核心技术受制于人，产业总体上仍处价值链中低端，代工制造和加工贸易所占比重较高，研发投入强度与发达国家相比尚有差距，资源配置较为分散，产业政策环境亟待完善，内需带动机制尚未健全。这些问题和矛盾制约了我国电子信息制造业由大变强，需要在“十二五”时期着力解决。

　　“十二五”面临的形势

　　(一)电子信息产业仍是全球竞争的战略重点

　　电子信息产业具有集聚创新资源与要素的特征，仍是当前全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域。新一代信息技术正在步入加速成长期，带动产业格局深刻变革。国际金融危机以来，不仅美国、日本、欧盟等主要发达国家和地区纷纷将发展电子信息产业提升到国家战略高度，抢占未来技术和产业竞争制高点，巴西、俄罗斯、印度等国也着力发展电子信息产业，增长尤为迅速，竞争在全球范围内更加激烈。

　　(二)融合创新推动产业格局发生重大变革

　　信息产业各行业边界逐渐模糊，信息通信技术在各类终端产品中应用日益广泛，云计算、物联网、移动互联网等新兴领域蓬勃发展。价值链重点环节发生转移，组装制造环节附加值日趋减少，国际领先企业纷纷立足内容及服务环节加快产业链整合，以争夺产业链主导权。制造业、软件业、运营业与内容服务业加速融合，新技术、新产品、新模式不断涌现，对传统产业体系带来猛烈冲击，推动产业格局发生重大变革，既为我国带来发展的新机遇、新空间，也使我国面临着新一轮技术及市场垄断的严峻挑战。

　　(三)工业转型升级催生新的产业增长点

　　在实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变、促进工业结构整体优化升级的进程中，信息技术及产品在工业各领域及生产各环节持续深化应用，综合集成度不断提升，与汽车、船舶、机械装备、新型材料等产品加速融合，为产业发展创造了广阔的市场空间。同时，随着节能环保、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业的崛起，信息技术在经济和社会各领域将得到更为深入的应用，形成一批辐射范围广、带动作用强的产业新增长点，为产业持续稳定健康发展提供坚实保障。

　　(四)国内外市场环境机遇与挑战并存

　　国际市场规模稳步扩大，新产品、新应用不断涌现，产业发展空间更为广阔;国家信息化建设全面深化，城镇化进程持续加速，市场化程度不断提升，居民收入增长、内需扩张、消费结构升级和市场机制完善，为产业发展提供新动力、新方向。同时，产业发展也面临严峻挑战，人民币升值压力增大，生产成本持续上升，资源和环境承载力不断下降，周边国家和地区同质竞争日益激烈，国际贸易保护势力抬头，以知识产权、低碳环保、产品安全为代表的技术性贸易限制措施被广泛使用，对我国电子信息制造业持续稳定发展造成一定的压力。

　　“十二五”发展思路和目标

　　(一)指导思想与发展思路

　　深入贯彻落实科学发展观，以转型升级为主线，坚持创新引领、应用驱动、融合发展。突破重点领域核心关键技术，夯实产业发展基础，深化信息技术应用，推动军民结合，统筹内外需市场，优化产业布局，着力提升产业核心竞争力，持续引导产业向价值链高端延伸，推动产业由大变强，为加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设提供有力支撑。

　　——— 以转型升级为主线。加快新一代信息技术研发及产业化进程，培育壮大战略性新兴产业;加强培育自主品牌，提升国际化经营水平，增强产业发展质量与效益;完善重大产业布局，培育龙头骨干企业，提高产业集中度、规模效应及配套协作水平;稳定国际市场，进一步优化贸易结构;积极开拓国内市场，强化内生增长动力。

　　——— 以创新引领为根本动力。努力突破原始创新，大力推进集成创新，加强消化吸收再创新，不断完善以企业为主体的产业创新体系，形成完整创新链条，提升成果产业化效率;以国家科技重大专项及重大工程为抓手，加大研发投入，着力攻克一批核心关键技术。

　　——— 以应用驱动为关键支撑。加强信息技术推广应用，改造提升传统产业;重点发展工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、金融电子、电力电子等量大面广、拉动作用强的产品，形成产业新增长点;加快培育战略性新兴领域，形成一批可快速带动产业增长的关键应用。

　　——— 以融合发展为重要途径。积极推进制造业向服务延伸，推动产品制造与软件和信息服务融合、制造业与运营业融合，大量催生新产品、新业态，鼓励引导商业模式创新;引导并加快产业链垂直整合进程，促进资源优化重组;推动军民技术互通互用，加快军民融合发展。

　　(二)发展目标

　　1.结构目标

　　“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元;工业增加值年均增长超过12%;电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。稳步推进加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链、提升产品附加值，一般贸易比重不断增加。显著增强骨干企业核心竞争力及自主品牌市场影响力，形成5到8家销售收入过千亿元的大型骨干企业，努力培育销售收入过5000亿元的大企业。打造一批具有国际影响力、特色鲜明、配套合理的新型工业化产业示范基地和产业园区。军民融合发展取得新进展。

　　2.创新目标

　　百强企业研发投入占销售收入比重超过5%;信息技术领域发明专利申请累计总量达到130万件左右;在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心关键技术。集成电路产品满足国内市场需求近30%，芯片制造业规模生产技术达到12英寸、32/28纳米工艺;平板电视面板自给率80%以上;建立完善TD-LTE产业体系。

　　3.节能环保目标

　　显著提升计算机、电视机等整机产品能效;生产过程能源、资源消耗进一步降低，太阳能级多晶硅生产平均综合电耗低于120千瓦时/公斤，印制电路行业铜回收再利用率提高到80%以上、水回收再利用率提高至30%以上;有效控制铅、汞、镉等有毒有害物质使用;废弃电器电子产品回收处理和再利用率显著提高。

　　主要任务与发展重点

　　(一)主要任务

　　1.集中突破核心关键技术，全面提升产业核心竞争力

　　追踪和把握新一代信息技术重点方向及产业机遇，以企业为主体，坚持产学研用相结合，完善创新体系、增强创新能力，集中力量和资源突破核心关键技术。以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品;加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力;以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代;推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化。

　　2.着力发展战略性新兴领域，培育产业新增长点

　　紧密结合产业转型升级的趋势，统筹考虑市场需求和支撑条件，引领新兴产业发展。以新一代网络通信系统设备及智能终端、高性能集成电路、新型显示、云计算、物联网、数字家庭、关键电子元器件和材料七大领域作为战略性新兴领域，以重大工程应用为带动，加速创新成果产业化进程，打造完整产业链，培育一批辐射面广、带动力强的新增长点。

　　3.推动企业做大做强，构建合理分工体系

　　加大企业技术改造力度，建立健全企业技术改造长效机制，提升企业效率效益。鼓励和引导企业兼并重组，支持龙头骨干企业开展并购。大力推动产业链整合，提高产业链管控及运作水平，强化产业链整体竞争力。以资本为纽带推进资源整合及产业融合，加快发展和形成一批拥有自主知识产权、创新能力突出、品牌知名度高、国际竞争力强的跨国大公司。促进中小企业向“专、精、特、新”方向发展，与大企业共同构建合理分工体系。探索创新合作机制，加强企业间的联合与协作，推动形成密切合作的研发体系，支持组建产业联盟。

　　4.优化产业空间布局，加快形成区域新增长极

　　继续发挥东部地区的辐射带动作用，增强珠三角、长三角、环渤海和福厦沿海等优势地区的集聚效应，率先实现产业转型升级。支持中西部地区和东北等老工业基地立足自身优势，积极吸引国外投资，因地制宜地承接东部产业转移，切实增强研发能力，提高在产业分工体系和价值链中的地位。形成东、中、西部优势互补、良性互动、特色突出、协调发展的产业格局，培育一批具有较强辐射带动作用的新型工业化产业示范基地，加快推动中西部地区形成新增长极。

　　5.统筹利用国内外市场资源，促进产业均衡发展

　　充分利用国内信息化、城镇化建设机遇，大力挖掘电子信息产品的行业应用市场，不断满足城乡消费者的多样化需求。积极拓展国际市场，持续优化出口结构，加大新兴市场开发力度，推动出口市场多元化。大力实施“走出去”战略，通过资金扶持、信用担保、完善通关服务等手段，鼓励有条件的骨干企业在境外设立分支机构、拓宽市场渠道、建立研发中心，与海外科技企业和研发机构开展多层次合作，增强国际竞争力。

　　6.积极推进绿色制造，实现产业持续健康发展

　　突出“源头控制”与“末端治理”，构建产品全生命周期绿色化发展模式。建设产业绿色发展技术支持和公共服务平台，加强节能清洁生产技术和工艺的研发。针对各行业特点，建立环境影响评价体系和能效标准体系。提升低碳环保电子产品的标准和检测水平，减少有毒有害物质使用。严格控制“三废”排放，鼓励开展电子产品回收、处理和再利用。

　　7.深化信息技术应用，服务经济社会发展

　　支持信息技术企业与传统工业企业开展多层次合作，推进信息技术和产品在工业各领域的广泛应用，提升工业研发设计、生产制造、营销服务等环节的自动化、智能化和信息化水平，支持应用电子产品和系统的研发及产业化，切实推动两化深度融合。推进信息技术和产品在交通、能源、水利、环保等领域的深度应用，加快国计民生重要领域基础设施智能化进程;大力推进信息技术和产品在医疗卫生、交通运输、文化教育、就业和社会保障等领域的广泛应用，提高公共服务水平。

　　8.完善公共服务体系，优化产业发展环境

　　围绕基础产业和战略性新兴产业的发展，着力构建集成电路、平板显示、数字家庭、云计算、物联网、太阳能光伏、绿色照明等专业性公共服务平台，提供技术研发、成果转化、资本运作、知识产权、标准制定、产品检测、资质认证、人才服务、企业孵化和品牌推广等专业服务;加强产用合作，依托行业组织，推动重点工业领域信息技术应用平台建设，提供共性技术支持和公共服务;依托产业基地和专业园区，建设特色的区域性公共服务体系，引导和加强电子信息产业聚集区配套服务体系建设。

　　(二)发展重点

　　1.计算机

　　加快计算机前沿技术创新，实现核心技术和关键领域的突破，进一步增强计算机产品自主研发、工业设计和主板制造能力，提升产业核心竞争力。把握移动互联网发展趋势，大力发展具备轻薄便携、低功耗、触控、高清与三维显示等特点的笔记本计算机、平板计算机等移动智能终端，以及大屏幕、触摸型一体式等新型计算机;促进“终端+应用+服务”的产业链整合，推动整机企业向服务延伸。加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，发展彩色网络激光打印机、扫描仪、投影仪、闪存以及智能娱乐教育等产品。大力支持高安全性工业控制计算机、工控产品及系统的研发与应用，加快研究新一代工业控制计算机体系结构，积极开展工业控制计算机软硬件基础平台和安全性、可靠性技术等研究，提升我国工控产品及系统竞争力，在过程控制、安全生产、节能降耗、环境监控、智能交通、智能建筑、智能电网等领域推动工控产品及系统的应用。加快安全可靠计算机研发与应用，加强信息安全技术研究，大力推进网络安全、可信计算、数据安全等信息安全产品的研发与产业化。

　　以云计算应用需求为牵引，重点突破虚拟化、负载均衡、云存储以及绿色节能等云计算核心技术，支持适于云计算的服务器产品、网络设备、存储系统、云服务终端等云计算关键产品的研发及产业化，建立配套完整的云计算相关产业链，为云计算规模化示范应用提供完整的设备解决方案，完善云计算公共服务体系。加强物联网技术研发，突破物联网感知信息采集、传输、处理、反馈控制等关键技术，支持无线射频识别(RFID)、编码识别设备、传感及处理控制节点等重点产品的研发与产业化，建立完善物联网标准体系，推动物联网应用。面向下一代互联网发展需求，重点支持高性能路由器、大容量汇聚交换设备、智能网关等网络关键设备研发与产业化，加快推进自主知识产权技术标准的国际化。

　　2.通信设备

紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大TD-SCDMA终端研发力度，推进长期演进技术及增强型长期演进技术(LTE/LTE-Advanced)研发和产业化。研究LTE/LTE-Advanced在应用过程中无线及网络组织的关键技术、网络演进、多技术协调等技术解决方案，推动新型绿色基站、无线网络组网、无线网络节能减排等关键技术与产品研发，推进TD-SCDMA/LTE/LTE- Advanced在数字城市、农村信息化等重点领域的应用示范。加速推动移动互联网相关技术产品和业务应用的研发与产业化进程，重点支持新型移动互联网终端、终端核心芯片、操作系统和中间件等关键技术和产品，以及IP承载网、接入感知与控制、移动互联网平台与资源关键技术研发与产业化。支持多模、多频终端芯片及高效能、低成本终端，IPv6/v4双栈网络设备和终端、网络测试专用仪器、天线等关键配套产业体系。

　　推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入(FTTx)等技术和产品的发展。重点支持N×100G比特/秒波分多路复用(WDM)高速光传输设备，N×T比特/秒交叉容量的光传送网/分组传送网(OTN/PTN)大容量组网调度光传输设备，支持智能控制平面的光交换设备、光传输设备的研发与产业化;支持10G无源光网络(PON)局侧设备和光网络单元、PON互通性测试系统的研发与产业化;支持高速相干光接收、超大功率低噪声光放大、波长选择性光交换等高端模块，高速激光芯片、光多片集成组件、光电集成芯片、高速数模芯片等高端芯片的研发。

　　推进宽带无线接入、多媒体数字集群及数字对讲技术和产业的发展。支持广域覆盖低成本宽带接入、超高速无线局域、面向专网应用的数字集群通信和数字对讲技术和产品的研发及产业化，加快推动无线局域网鉴别和保密基础结构(WAPI)技术的产业链成熟和更广泛应用。推广在政府事务、公共安全、能源、物流、交通运输、现代农业等重点领域和行业的应用示范，提升相关技术产品在资源动态分配、管理和调度，协同干扰降噪，负载均衡，自适应和自组网，网络安全和信息保密等方面的能力，建设面向行业领域的专用通信系统完整产业链。积极推进基于北斗卫星通信导航系统的相关产品研发及产业化和推广应用。

　　3.数字视听

　　加快推动彩电业转型升级，加强新型背光技术、三维(3D)技术、激光技术、节能技术的研发及应用，提升核心技术掌控能力。加快发展3D电视、互联网电视、智能电视等新型产品，不断提升产品附加值。支持整机龙头企业向面板、模组等中、上游领域延伸，支持彩电产业配套的核心芯片、软件、关键器件、一体化模组、专用设备研发及产业化，推进终端制造业与内容服务业融合发展，提升平板电视全产业链竞争力。重点支持数字家庭智能终端、互联网关、多业务系统及应用支撑平台的研发及产业化;支持智能化、网络化视频监控设备及应用系统的研发与应用;大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。加快推动地面数字电视接收机普及，支持AVS、DRA等自主音视频标准的应用，进一步推动地面数字电视标准的国内外应用。支持数字电视演播室设备、发射设备、传输设备、接收设备发展，鼓励发展高密度激光视盘机、数字音响系统、数字电影设备，推动视听产业向数字化、网络化、智能化和节能环保方向发展。支持骨干企业加强质量品牌建设和国际化经营，打造具有全球竞争力的龙头企业和知名品牌。

　　专栏1：整机价值链提升工程

　　产品创新。支持基于移动互联网业务的计算机、通信设备及终端创新，以及基于云计算的产品创新、技术创新和模式创新;支持高端服务器、网络存储系统等关键产品的研发和产业化，推动绿色智能数据中心关键设备及各类终端产品的研发与产业化;支持网络化、智能化、节能型数字电视产品和3D电视研发及产业化;支持多屏融合的数字家庭智能终端研发及产业化;推进下一代地面数字电视传输体系关键技术和系统技术研究，建设多业务平台;支持整机产品深度参与配套芯片研发及产业化。

　　模式创新。推动大型电子信息产品制造企业向服务领域延伸，加强设计、制造、服务融合互动，围绕核心价值环节促进产业链整合;抓住云计算、移动互联网等新兴应用快速发展契机，开拓增值服务，创新商业模式;健全产业公共服务体系，推进开放式运营平台、内容服务平台、网络服务平台、产品测试认证平台及知识产权服务平台建设。

　　品牌建设。支持数字视听、计算机和通信设备制造企业建设自主品牌，提升国产设备及终端的国际竞争力;引导企业加强产品质量管理，完善产品质量管理体系，提升品牌形象;鼓励企业加强国际战略合作，加快建设安全可控的市场渠道;制定知识产权战略，推动自主知识产权标准的产业化和国际化应用。
　　4.集成电路

　　以重点整机和重大信息化应用为牵引，加强技术创新、模式创新和制度创新，着力发展设计业，壮大芯片制造业，提升封装测试水平，增强关键设备、仪器及材料自主开发能力，推动集成电路产业做大做强。着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品。围绕移动互联网、信息家电、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，突破CPU/数字信号处理器(DSP)/存储器等高端通用芯片，重点开发网络通信芯片、数模混合芯片、信息安全芯片、数字电视芯片、RFID芯片、传感器芯片、汽车电子芯片等量大面广产品，以及两化融合、战略性新兴产业重点领域的专用集成电路产品，形成系统方案解决能力。壮大芯片制造业规模，增强先进和特色工艺能力。持续支持12英寸先进工艺制造线和8英寸/6英寸特色工艺制造线的技术升级和产能扩充。加快45纳米及以下制造工艺技术的研发与应用，加强标准工艺、特色工艺模块开发和IP核的开发。提升封测业层次和能力，发展先进封测技术和产品。顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型三维封装产品的进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充。提高测试技术水平和产业规模。完善产业链，突破关键专用设备、仪器、材料和电子设计自动化(EDA)工具。推进8英寸集成电路设备的产业化进程，支持12英寸集成电路生产设备、材料、工具、仪器的研发，形成成套工艺，推动国产装备在生产线上规模应用，推进集成电路产业链各环节的紧密协作，建立试验平台，加快产业化。

　　5.关键电子元器件

　　大力发展基于表面贴装技术(SMT)的新型片式元件，积极支持基于微电子机械系统(MEMS)技术的新型元器件和基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术的无源集成元件的研发和产业化。努力发展汽车电子系统所需的继电器、连接器、微电机、超级电容器等关键电子元件;加快为新能源汽车配套的镍氢电池、动力型锂离子电池及电池管理系统、电池成组技术的研发和产业化。围绕新一代通信技术发展，推动低成本光纤光缆、光器件、频率器件、数字音频声器件和混合集成电路等产业的发展。积极开发物联网、新能源、高端装备等战略性新兴产业发展所需的高性能高可靠传感器、电力电子功率元件、超薄锂离子电池、专用真空电子器件等产品。加快发展高密度互连板、特种印制板、发光二极管(LED)用印制板及现代光学所需的红外焦平面探测器、紫外探测器、微光像增强器等关键核心器件。在着眼于当前成熟技术发展的同时，密切关注未来技术发展趋势，准确把握创新性技术方向，优先支持创新性、共性技术研发，为产业可持续发展提供技术储备，为电子信息制造业的结构调整、产业升级、发展方式转变奠定重要的技术和产业基础。

　　6.电子材料

　　半导体材料重点发展硅材料、化合物半导体材料、氮化镓和碳化硅等衬底材料、外延用原料、高性能陶瓷基板;高端LED封装材料，高亮度、大功率LED芯片材料;新型电力电子器件用关键材料;石墨和碳素系列保温材料。光电子材料重点发展高世代液晶显示屏(LCD)用玻璃基板，偏光片、彩色滤光片、液晶等相关材料，大尺寸靶材，高纯电子气体和试剂;有机发光显示器(OLED)用高纯有机材料、导电玻璃基板、封装材料、高精度掩模板等;PDP用玻璃基板及电极浆料、湿化学品、玻璃粉、荧光粉等配套材料;电子纸用微胶囊、油墨、介电材料;发展大尺寸锗系材料、硫化锌(ZnS)、硒化锌(ZnSe)、碳化硅(SiC)红外材料，满足制造高端光电子产品需求。电子元器件用覆铜板、电子铜箔、压电与系统信息处理材料、高热导率陶瓷材料和金属复合材料、小型锂电池和动力锂电池材料、片式超薄介质高容电子陶瓷材料及电容器材料、高性能电容器薄膜、高端电子浆料、LTCC多层基板、高性能磁性材料等。重点突破高端配套应用市场，提高产品附加值和技术含量，增强电子材料行业发展的质量和效益，支撑下游产业跨越式发展。

　　7.新型显示器件

　　液晶显示器件方面，重点提升薄膜晶体管(TFT)性能，提高载流子迁移率和液晶面板的透过率，降低生产成本。等离子显示器件方面，围绕高光效技术、高清晰度技术以及超薄技术进行相关技术研发，研究新材料、新工艺来提高PDP产品性能。有机发光显示器件方面，推进中小尺寸OLED的技术开发和产业化应用，研究大尺寸OLED相关技术和工艺集成。电子纸方面，推动有源驱动电子纸显示技术开发与产业化，重点发展大尺寸、触屏式、彩色、柔性有源驱动电子纸显示屏。积极研发触摸屏、三维显示等新技术新产品，促进其产业化。发展激光显示等特色显示技术。推动OLED照明技术和产品开发。大力发展平板显示器件生产设备和测试仪器，形成整机需求为牵引、面板产业为龙头、材料及设备仪器为基础、产业链各环节协调发展的良好态势。力争到“十二五”末，我国新型显示产业达到国际先进水平，全面支撑我国彩电产业转型升级。

　　8.电子专用设备和仪器

　　电子专用设备方面，重点发展8英寸和12英寸半导体级单晶生长、切割、磨片、抛光设备，8英寸集成电路成套生产线设备，推进12英寸集成电路关键设备产业化;积极推动多晶硅、单晶硅生长、切割设备，全自动晶硅太阳能电池生产线设备、薄膜太阳能电池生产设备研发和产业化，重点突破高亮度LED芯片生产线设备和后封装设备;大力发展新型元件生产设备和表面贴装设备。电子仪器方面，着重研发半导体和集成电路测试仪器，通信与网络测试仪器，高性能微波/毫米波测试仪器，数字电视及数字音视频测试仪器，物联网测试仪器，新型电子元器件测试仪器，高性能通用电子测试仪器，时间、频率测试仪器以及医疗、环保、农业、矿山等电子应用仪器。夯实产业发展基础，提升产业核心竞争力和可持续发展能力。

　　9.发光二极管(LED)

　　突破产业链薄弱环节，提升高亮度、功率型LED外延片及芯片技术水平和产业化能力，增强产业自主发展能力。加强对封装结构设计、新封装材料、新工艺、荧光粉性能、多基色荧光粉、散热机理的研究，着力提高器件封装的取光效率、荧光粉效率和散热性能，增强功率型LED器件封装能力。加快LED上游原材料如衬底、金属有机化合物(MO)源、超高纯气体、荧光粉、高性能环氧树脂、有机硅胶的研发和产业化，实现金属有机化学气相沉积设备(MOCVD)等关键生产设备和仪器的量产和应用，提高产业配套能力，完善LED产业链。推进景观照明、液晶显示背光源、户外大屏幕显示以及室内商业照明等应用。加快LED相关基础标准、产品标准制定，完善LED标准体系。增强产品标准符合性检测，加快国家级LED器件、光源检测机构的建设，提高检测水平和服务能力。强化行业引导和管理，促进LED产业健康科学有序发展。

　　10.太阳能光伏

　　重点支持高质量、低能耗、低成本、副产物综合利用率高的太阳能级多晶硅生产。发展高效、低成本、低能耗硅锭生产技术，突破薄型化硅片切割技术，提高硅片质量。支持高效率、低成本、长寿命太阳能电池的研发与产业化，加快超高效太阳能电池、新型聚光电池、薄膜电池开发与应用。鼓励光伏用逆变器、控制器和储能系统等产品及技术研发。重点发展等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、激光切割、刻蚀、丝网印刷以及封装检测等设备，鼓励开发晶硅和薄膜太阳能电池成套设备生产线。积极发展光伏建筑一体化(BIPV)组件生产技术，扩大建筑附着光伏(BAPV)组件应用范围。大力发展坩埚、高纯石墨、碳碳复合材料、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶、电子浆料、线切割液、导电氧化物薄膜(TCO)玻璃等配套材料。

　　鼓励光伏企业加强系统集成及应用拓展，积极关注离网应用市场和新兴并网应用市场，支持小型光伏系统、分布式光伏系统、离网系统研发及应用。支持有能力的企事业单位建设国家级光伏技术研发平台、产品检测认证平台、公共服务平台，开展产品检测、系统工程验收、专利池建设、标准制定推广、关键共性技术研发等公共性服务。支持骨干企业增强技术创新能力，提高生产工艺水平，降低光伏发电成本，拓展光伏应用市场，提升我国光伏产业的核心竞争力。

　　专栏2：基础电子产业跃升工程

　　集成电路。突破高性能CPU、移动通信芯片、DSP等高端通用芯片，移动互联、数模混合、信息安全、数字电视、射频识别等量大面广芯片以及重点领域的专用芯片。持续支持12英寸先进工艺制造线的建设和8英寸/6英寸工艺制造线的改造升级。加快先进生产线和特色生产线工艺技术升级及产能扩充，提高先进封装工艺和测试水平。进一步完善产业链，增强刻蚀机、离子注入机、互联镀铜设备、外延炉、光刻匀胶显影设备等8～12英寸集成电路生产线关键设备、仪器和材料的自主开发和供给能力，支持大生产线规模应用。加快提升国家级集成电路研发公共服务平台水平和能力，组织多种形态的技术创新平台。

　　关键电子元器件和材料。重点支持微电子器件、光电子器件、MEMS器件、半导体功率器件、电力电子器件、RFID模块及器件、绿色电池、片式阻容感、机电组件、电声器件、智能传感器、印刷电路板产品的技术升级及设备工艺研发，有效支撑物联网发展。积极发展半导体材料、太阳能光伏材料、光电子材料，压电与声光材料、电子功能陶瓷、磁性材料、电池材料和传感器材料，以及用于支撑、装联和封装等使用的金属材料、非金属材料、高分子材料等。

　　新型平板显示。重点支持6代以上尺寸TFT-LCD显示面板关键技术和新工艺开发，实施玻璃基板等关键配套材料和核心生产设备产业化项目，完善配套产业链。突破PDP高光效技术(高能效、低成本)、高清晰度技术(三维、动态清晰度、超高清晰度)以及超薄技术，提高PDP产品性能。开展高迁移率TFT驱动基板技术开发，攻克OLED有机成膜、器件封装等关键工艺技术，攻克低温多晶硅(LTPS)技术，加强关键材料及设备的国产化配套。围绕移动终端等需求，重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品。开展三维显示、电子纸、激光显示等新技术研发和产业化。

　　发光二极管(LED)。重点突破外延生长、芯片制造关键技术，提高外延片和高端芯片的国内供给能力。增强功率型LED器件封装能力，加大对封装结构设计、新封装材料、新工艺、荧光粉性能、散热机理的研究与开发。进一步完善产业链，加快实现国产MOCVD设备的量产，推进衬底材料、高纯MO源，高性能环氧树脂以及高效荧光粉等研发和产业化。加快检测平台建设，制定和完善LED相关标准，推进知识产权建设。

　　太阳能光伏。支持多晶硅行业节能降耗和高质、高效、低成本太阳能电池的产业化，鼓励新型太阳能电池和高质低成本多晶硅工艺技术研发。全面提升装备技术水平，突破平板式PECVD、全自动丝网印刷机、高效切割机等设备瓶颈。支持控制器、逆变器等配套部件和石墨、坩埚、电子浆料、TCO玻璃等配套材料的研发及产业化。支持多样化、宽领域的太阳能光伏应用，拓展离网应用市场和新兴并网市场。

　　11.信息技术应用

　　推动信息技术在各领域的广泛应用，加强产用合作，促进两化深度融合，进一步提升产业为国民经济和社会发展支撑服务的能力。应用信息技术改造和提升传统产业，以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销、人力资源开发等关键环节为突破口，支持信息技术企业与传统工业企业开展多层次合作，提高工业自动化、智能化和管理现代化水平，推动综合集成应用与业务协同创新，加快制造与服务融合发展，促进资源节约型生产方式的形成。加大信息技术在农业生产、经营管理和服务各环节的应用，促进农业集成化信息管理，提高精准农业技术水平，提高农业生产效率。结合国家改善民生相关工程的实施，加强信息技术在交通运输、医疗卫生、文化教育、就业和社会保障等领域应用，带动电子信息产品及相关服务发展。大力发展应用电子产品，针对工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、金融电子、电力电子等量大面广、带动性强的应用电子领域，加大研发投入，突破关键技术，努力实现产业化，形成新的增长点。

　　专栏3：重点应用电子产品

　　工业控制。加强分布式控制系统、可编程控制器、控制芯片、传感器、驱动执行机构、触摸屏等产品的研制，提升工业控制的集成化、智能化水平。

　　机床电子。突破高档数控系统现场总线、通信协议、高精度高速控制和数字化高速伺服驱动等技术，大力发展中高档数控系统;加强机床电子功能部件(包括电主轴、电动刀架、检测装置、测试设备、机床电器等)研发和应用。

　　汽车电子。重点支持汽车电子电气专用元器件、车用芯片、车载信息平台和网络、动力电池和管理控制系统、动力总成控制系统、驱动电机控制、底盘控制、车身控制、车载电子、汽车安全等关键技术和产品的研发与规模化应用。

　　医疗电子。重点突破数字化医学影像诊断、临床检验与无创检测诊断、数字化医院及协同医疗卫生系统、便携式医疗电子设备、康复治疗设备、器官功能辅助替代医疗电子设备、精准智能手术设备、治疗微系统、医用传感器等先进医疗电子产品的自主研制。

　　金融电子。重点支持金融IC卡、移动支付终端、税控收款机、自动存/取款机、清分机、金融自助服务设备等产品开发和规模化应用，提升金融信息化水平，保障金融安全。

　　电力电子。大力推进绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)、快速恢复二极管(FRD)等高频场控电力电子芯片和模块的技术创新与产业化;重点解决高阻区熔硅单晶、陶瓷复铜板、铝碳化硅基板、结构件等制造技术;积极开展宽禁带半导体材料(碳化硅和氮化镓)和器件的研发及产业化。支持高功率密度、高性能的电力电子装置的研究与开发。建立国家级的高频场控电力电子器件的检测测试平台，制定和完善电力电子器件标准。

　　保障措施

　　(一)健全产业政策法规体系，完善产业发展环境

　　贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)，围绕新一代信息技术产业重点领域，制定相关配套政策措施。加快出台《国务院关于印发<进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策>的通知》(国发[2011]4号)的实施细则。研究完善扶持平板显示产业发展的相关政策。落实《多晶硅产业准入条件》，加强对行业发展的指导。落实《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，研究制定配套行业政策。完善促进信息技术推广应用的政策环境，推动安全可控的软硬件产品开发和应用。进一步落实扩大内需政策，继续做好家电下乡、家电以旧换新工作，研究制定家电下乡后续政策措施，建设完善家电产品售后维修服务体系。推动制定国内光伏发电上网电价政策实施。积极推广LED、OLED节能照明产品。营造芯片、整机、系统互动的产业生态环境，推进电子专用设备首台套的应用和推广。

　　(二)提高财政资金使用效率，增强产业创新能力

　　加大技术改造专项资金投入，对核心关键领域重大项目给予重点支持。加快实施“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等国家科技重大专项，进一步明确资金支持重点，加强产业链配套。充分利用电子信息产业发展基金等专项资金，支持产业核心关键技术研发和产业化，推进重点产品示范应用。加大对信息技术应用的资金支持力度，重点支持安全可控信息技术及产品的行业应用。落实战略性新兴产业专项资金，细化电子信息领域资金使用方案。落实国家扶持中小企业的各项金融政策，支持金融机构为中小企业提供更多融资服务。

　　(三)引导产业有序转移，促进区域协调发展

　　充分发挥行业管理部门、地方政府在产业转移和合作中的引导作用，以及市场在资源配置方面的基础性作用，加强规划、资源和市场的对接，研究制定电子信息制造业产业转移与合作的相关政策，建立健全“部省对接、协同推进”的合作机制。推动珠三角、长三角、环渤海和福厦沿海等优势地区向研发设计、服务等产业价值链高端延伸，发挥优势地区辐射带动作用;立足产业承接地区自身特色优势，统筹重大项目在中西部地区和东北等老工业基地的合理布局，引导产业有序转移。促进新型工业化产业示范基地和产业园区建设，促进区域协调发展。

　　(四)推动企业兼并重组，优化产业组织结构

　　完善促进企业兼并重组的政策体系，以产业政策为引导、以产业发展的重点关键领域为切入点、以国家重大工程为带动，积极推动企业兼并重组取得显著进展。推动设立产业投资基金，重点关注重大生产力布局，鼓励龙头骨干企业开展海外兼并重组和技术收购。建立健全中小企业服务体系，培养一批“专、精、特、新”的中小企业，形成大中小企业优势互补、协调发展的产业组织体系。支持AVS、闪联、数字家庭、太阳能光伏、OLED等产业联盟发展，围绕移动互联网、云计算、物联网、半导体照明等新兴领域加强产业创新联盟建设。

　　(五)实施知识产权战略和标准战略，提升产业竞争优势

　　全面落实《国家知识产权战略纲要》，引导企业将技术创新、知识产权保护、标准制定相结合，提升产业竞争优势。建设和完善电子信息领域知识产权公共服务平台，定期发布各重点领域知识产权态势，促进企业提高创造、保护、运用和管理知识产权的水平。加快建立电子信息产业知识产权预警机制，加强知识产权信息采集，及时发布知识产权相关报告，提升行业知识产权预警能力。加强电子信息领域标准化技术组织建设，继续以企业为主体制定标准，充分发挥标准化相关组织、相关协会、研究单位等各方面的作用，提高标准化工作水平。针对新一代信息技术产业发展，加快研究制定相应技术标准，增强标准服务产业发展的能力。加强重点领域军民标准资源共享建设，推动技术和标准的双向应用。推动更多的自主创新技术标准成为国际标准，提升在国际标准制定中的话语权。组织重点产品标准化试点示范，加强技术标准与检测认证的联动。

　　(六)加强创新人才引进和培养，加快专业人才队伍建设

　　围绕规划确定的重点领域，制定电子信息制造业人才队伍中长期建设方案。争取国家人才发展重大项目对电子信息制造业人才队伍建设的支持。加快建设和发展职业培训机构，大力培养专业技术人才和行业信息技术应用人才，重点培养高水平复合型人才。以重大专项和重大工程为依托，建立相应的高端人才培育和引进机制。加强对企业特别是中小企业经营管理者培训，提高队伍整体素质。

增强电子信息制造业核心竞争力 

国务院日前正式发布了《工业转型升级规划(2011～2015年)》(以下简称《规划》)。本报特开辟“《工业转型升级规划》系列解读”专栏，摘登工业和信息化部相关司局对《规划》的解读。

　　《规划》提出，到2015年，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元;工业增加值年均增长超过12%;电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。

　　总体思路：创新引领融合发展

　　《规划》明确提出，要坚持创新引领、融合发展，着力提升产业核心竞争力。为实现这一要求，电子信息制造业确立了以转型升级为主线，坚持创新引领、应用驱动、融合发展的指导思想。

　　———以创新引领为根本动力。大力推进集成创新，不断完善以企业为主体的产业创新体系，提升成果产业化效率;以国家科技重大专项及重大工程为抓手，加大研发投入，着力攻克一批核心关键技术。

　　———以应用驱动为关键支撑。加强信息技术推广应用，改造提升传统产业;重点发展工业控制、汽车电子、金融电子等量大面广、拉动作用强的产品，形成产业新增长点;加快培育战略性新兴领域，形成一批可快速带动产业增长的关键应用。

　　———以融合发展为重要途径。推动产品制造与软件和信息服务融合、制造业与运营业融合，鼓励引导商业模式创新;引导并加快产业链垂直整合进程，推动军民技术互通互用，加快军民融合发展。

　　主要目标：优化结构持续创新

　　为落实《规划》提出的“增强电子信息制造业核心竞争力”总要求，确保《规划》各项目标的顺利实现，作为国民经济战略性、基础性和先导性产业的电子信息制造业，“十二五”期间，力争实现以下目标：

　　———产业结构优化升级方面。我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元;工业增加值年均增长超过12%;电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。形成5到8家销售收入过千亿元的大型骨干企业，培育销售收入过5000亿元的大企业。打造一批具有国际影响力的新型工业化产业示范基地和产业园区。

　　———产业创新发展方面。百强企业研发投入占销售收入比重超过5%，信息技术领域发明专利申请累计总量达到130万件左右，集成电路产品满足国内市场需求近30%，芯片制造业规模生产技术达到12英寸、32/28纳米工艺;平板电视面板自给率80%以上。

　　———可持续发展方面。显著提升计算机、电视机等整机产品能效;生产过程能源消耗进一步降低，太阳能级多晶硅生产平均综合电耗低于120千瓦时/公斤;有效控制有毒有害物质使用，废弃电器电子产品回收处理和再利用率显著提高。

　　主要任务：形成完整基础电子产业体系

　　《规划》提出，“十二五”时期，电子信息制造业要形成结构优化、配套完整的基础电子产业体系，提升整机产品价值链，加强信息技术应用，促进两化深度融合。

　　(一)基础电子产业跃升

　　基础电子的主要任务在于形成结构优化、配套完整的基础电子产业体系，实现产业跃升。

　　集成电路领域：突破高性能CPU、移动通信芯片、DSP等高端通用芯片，移动互联、数模混合、信息安全、数字电视、射频识别等量大面广芯片以及重点领域的专用芯片。持续支持12英寸先进工艺制造线的建设和8英寸/6英寸工艺制造线的改造升级。增强8英寸～12英寸集成电路生产线关键设备、仪器和材料的自主开发和供给能力，加快提升国家级集成电路研发公共服务平台水平和能力，组织多种形态的技术创新平台。

　　关键电子元器件和材料领域：重点支持微电子器件、光电子器件、MEMS器件、半导体功率器件、电力电子器件、RFID模块及器件、绿色电池、片式阻容感、机电组件、电声器件、智能传感器、印刷电路板产品的技术升级及设备工艺研发，有效支撑物联网发展。积极发展半导体材料、太阳能光伏材料、光电子材料、磁性材料、电池材料和传感器材料等。

　　新型平板显示领域：重点支持6代以上尺寸TFT-LCD显示面板关键技术和工艺开发，实施玻璃基板等关键配套材料和核心生产设备产业化项目。突破PDP高光效技术、高清晰度技术以及超薄技术，提高PDP产品性能。开展高迁移率TFT驱动基板技术开发，重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品。

　　发光二极管(LED)领域：重点突破外延生长、芯片制造关键技术，提高外延片和高端芯片的国内供给能力。增强功率型LED器件封装能力，加快实现国产MOCVD设备的量产，推进衬底材料、高纯MO源、高性能环氧树脂以及高效荧光粉等研发和产业化。

　　太阳能光伏领域：支持多晶硅行业节能降耗和高质、高效、低成本太阳能电池的产业化，鼓励新型太阳能电池和高质低成本多晶硅工艺技术研发。突破平板式PECVD、全自动丝网印刷机等设备瓶颈。支持多样化、宽领域的太阳能光伏应用，拓展离网应用市场和新兴并网市场。

　　(二)整机产品价值链提升

　　整机产品的主要任务在于价值链提升，包括产品创新、模式创新和品牌建设3个方面。

　　产品创新方面：支持基于移动互联网业务的计算机与网络设备、通信设备及智能终端的创新，以及基于云计算的产品创新、技术创新和模式创新;支持网络化、智能化、节能型数字电视产品和3D电视研发及产业化，推进下一代地面数字电视传输体系关键技术和系统技术研究。

　　模式创新方面：抓住云计算、移动互联网等新兴应用快速发展契机，开拓增值服务，创新商业模式;健全产业公共服务体系，推进开放式运营平台、内容服务平台、网络服务平台等建设。

　　品牌建设方面：支持数字视听、计算机和通信设备制造企业建设自主品牌，提升国产设备及终端的国际竞争力;鼓励企业加强国际战略合作，加快建设安全可控的市场渠道。

　　(三)加强信息技术应用，促进两化深度融合

　　大力发展应用电子产品，突破关键技术，形成新的增长点。突破数控系统现场总线、通信协议、高速伺服驱动等技术，加快发展车载网络、动力电池及管理控制系统、动力总成控制系统和车用芯片。突破数字化医学影像诊断系统等的自主研制，促进绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等新型器件的开发和应用。大力发展空管系统、航空机载电子设备及其相关计算机辅助设计和应用系统。支持信息技术企业与传统工业企业开展多层次合作，提高工业自动化、智能化水平。加大信息技术在农业各环节的应用，提高农业生产效率。加强信息技术在交通运输、医疗卫生、文化教育等领域的应用，带动电子信息产品及相关服务发展。

　　保障措施：健全政策体系加大资金投入

　　为确保《规划》中关于“增强电子信息产业核心竞争力”的各项目标及任务的贯彻落实，需要从政策法规、财政投入、产业布局、产业组织、知识产权及标准、人才队伍建设等方面出台和实施相关政策措施。

　　(一)健全产业政策法规体系，完善产业发展环境

　　加快出台《国务院关于印发<进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策>的通知》(国发[2011]4号)的实施细则，落实《多晶硅产业准入条件》和《废弃电器电子产品回收处理管理条例》。继续做好家电下乡工作，建设完善家电产品售后维修服务体系。积极推广LED、OLED节能照明产品。

　　(二)提高财政资金使用效率，增强产业创新能力

　　加快实施“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等国家科技重大专项，加强产业链配套。充分利用电子信息产业发展基金等专项资金，推进重点产品示范应用。加大对信息技术应用的资金支持力度，落实战略性新兴产业专项资金和国家扶持中小企业的各项金融政策。

　　(三)引导产业有序转移，促进区域协调发展

　　加强规划、资源和市场的对接，研究制定电子信息制造业产业转移与合作的相关政策，建立健全“部省对接、协同推进”的合作机制。推动珠三角、长三角、环渤海和福厦沿海等优势地区向研发设计、服务等产业价值链高端延伸，发挥优势地区辐射带动作用;统筹重大项目在中西部地区和东北等老工业基地的合理布局，促进新型工业化产业示范基地和产业园区建设。

　　(四)推动企业兼并重组，优化产业组织结构

　　完善促进企业兼并重组的政策体系，积极推动企业兼并重组取得显著进展。设立产业投资基金，重点关注重大生产力布局，鼓励龙头骨干企业开展海外兼并重组和技术收购。建立健全中小企业服务体系，培养一批“专、精、特、新”的中小企业。支持AVS、闪联、数字家庭、太阳能光伏、OLED、半导体照明/LED等产业联盟发展。

　　(五)实施知识产权战略和标准战略，提升产业竞争优势

　　全面落实《国家知识产权战略纲要》，提升产业竞争优势。建设和完善电子信息领域知识产权公共服务平台，建立电子信息产业知识产权预警机制，及时发布知识产权相关报告，提升行业知识产权预警能力。加强电子信息领域标准化技术组织建设，提高标准化工作水平。针对新一代信息技术产业发展，加快研究制定相应技术标准。

　　(六)加强创新人才引进和培养，加快专业人才队伍建设

制定电子信息制造业人才队伍中长期建设方案，加快建设和发展职业培训机构，重点培养高水平复合型人才，建立相应的高端人才培育和引进机制。

2月份电子信息产品
进出口扭转下降态势

　　2012年1-2月，我国电子信息产品进出口总额1561亿美元，同比增长1.9%；其中，出口919亿美元，同比增长4.4%，增速低于全国外贸平均水平2.5个百分点，占全国外贸出口的34.8%；进口642亿美元，同比下降1.5%，增速低于全国平均水平9.2个百分点，占全国外贸进口的23.9%。2月份当月，电子信息产品出口和进口额分别为459和352亿美元，同比增长18.1%和31.7%，均扭转1月份的同比下降态势，增速分别回升24.5和56.2个百分点。

　　一、通信设备与计算机拉动出口增长，基础产品下滑仍较明显

　　通信设备与计算机产品出口增势突出。1-2月，在电子信息产品8大类别中，通信设备类产品与计算机类产品出口呈增长态势，出口额分别达到219和317亿美元，同比增长27.4%和9.4%，高出行业平均水平23.0和5.0个百分点，是拉动电子信息产品出口增长的主要力量。2月当月，通信设备与计算机产品出口108和164亿美元，同比增长35.1%和27.9%，高于全行业平均增速17.0和9.8个百分点。

　　基础产品出口形势相对疲软。1-2月，电子元件、电子器件和电子材料等基础产品出口仍呈下降态势，出口额分别为113、93和8亿美元，同比下降3.8%、16.1%和29.8%。2月当月，上述三类产品出口分别增长11.5%、-2.1%和-18.9%，低于同期全行业平均增速6.6、20.2和37.0个百分点。

　　主要产品出口下降面缩小。1-2月，出口额前五位的产品分别是：笔记本电脑(145亿美元，21.0%)；手机(131亿美元，61.6%)；集成电路(45亿美元，-1.7%)；液晶显示板(43亿美元，4.9%)和手持式无线电话用零件(37亿美元，-1.9%)。在重点监测的56种产品中，出口额呈下降态势的共有24种，比1月份减少14种。

　　二、对主要贸易伙伴出口增速回升，对新兴市场出口保持增长

　　对主要对象出口增速回升。1-2月，我国大陆电子信息产品对香港出口204亿美元，同比下降3.8%；对美国出口181亿美元，同比增长14.0%；对日本出口67亿美元，同比下降0.3%；对韩国出口59亿美元，同比增长35.5%；对荷兰出口48亿美元，同比增长21.6%。与1月份相比，对上述国家和地区出口增速均有所回升，分别提高12.5、10.7、13.1、1.8和17.1个百分点。

　　对欧主要国家出口仍呈下降态势。1-2月，我国电子信息产品对欧洲国家出口下降态势仍较为明显。对德国出口34亿美元，同比下降9.0%；对意大利出口9亿美元，同比下降55.6%。对比利时、西班牙、希腊出口额分别下降18.9%、18.1%和1.7%。

　　对新兴市场出口增长较快。1-2月，我国电子信息产品对墨西哥、马来西亚、泰国、俄罗斯等新兴市场出口保持增长，出口额分别增长8.9%、8.0%、25.3%和17.9%。

　　三、加工贸易出口增长较快，一般贸易出口增速快速回升

　　加工贸易出口增速高于平均水平。1-2月，加工贸易出口707亿美元，同比增长5.4%，增速高于平均水平1.0个百分点。其中，进料加工贸易出口649亿美元，同比增长9.4%；来料加工贸易出口58亿美元，同比下降25.1%。

　　一般贸易出口增速回升较快。1-2月，一般贸易出口156亿美元，同比增长0.1%，增速低于平均水平4.3个百分点。2月当月，一般贸易出口增长18.0%，增速比1月份提高29.5个百分点，与电子信息产品整体出口增速回升幅度相比，高18.7个百分点。

　　四、外资企业出口较快增长，内资企业出口仍呈下降态势

　　外资企业出口增长相对较快。1-2月，三资企业出口763亿美元，同比增长6.4%，增速高于平均水平2.0个百分点。其中，外商独资企业出口579亿美元，同比增长2.5%；中外合资企业出口177亿美元，同比增长22.3%；中外合作企业出口7亿美元，同比下滑8.9%。

　　内资企业整体出口同比下降。1-2月，内资企业出口155亿美元，同比下降4.2%。其中，民营企业出口86亿美元，同比增长1.3%；国有企业出口47亿美元，同比下降16.9%；集体企业出口22亿美元，同比增长8.3%。

　　五、主要省市出口增速差别较大，部分中西部省市保持较快增长

　　主要省市出口增势不一。1-2月，广东、江苏、上海、浙江、天津五省市在全国电子信息产品出口中居前五位，分别出口372、182、139、33和31亿美元，同比增长-0.8%、-7.0%、7.9%、0.1%和21.0%。

　　部分中西部省市出口保持较块增长。1-2月，河南、重庆、四川、安徽等中西部省市出口增速突出，分别达到2698.2%、426.3%、100.8%和66.6%。
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　　图3 2012年与2011年1-2月份电子信息产品出口贸易方式结构对比

2011年电容器海关进出口情况表
	
	2011年出口
	2011年进口

	
	数量
	同比%
	万美元
	同比%
	数量
	同比%
	万美元
	同比%

	电容器（万只）
	97752651.7
	1.22
	348954.85
	12.37
	169114192.6
	7.07
	860994.71
	7.00

	  电力电容器
	7573.6
	-50.98
	4811.61
	45.23
	101585
	-4.28
	6544.71
	38.91

	  片式钽电解电容器
	344432
	-17.78
	32155.74
	11.77
	976182.6
	-24.00
	80035.01
	3.85

	  其它钽电解电容器
	1167.7
	-50.60
	136.46
	-13.45
	61199.4
	-12.39
	4048.95
	2.94

	片式铝电解电容器
	201735.1
	69.03
	5530.50
	76.32
	701839.5
	6.32
	28050.41
	15.09

	其它铝电解电容器
	2593051.9
	-18.52
	90177.17
	12.38
	4056956.6
	-15.50
	175508.22
	13.10

	单层瓷介电容器
	570331.8
	-24.77
	5688.15
	-5.97
	4477305.2
	-11.83
	24315.54
	-13.06

	片式多次瓷介电容
	92650597.8
	2.38
	150632.43
	10.70
	155958139.2
	10.53
	459078.85
	7.65

	其它多次瓷介电容
	30874.8
	20.54
	512.56
	19.16
	725910.7
	-22.70
	4386.51
	-8.42

	片式薄膜电容器
	38174.3
	-43.38
	732.19
	-19.29
	353930.1
	9.40
	5048.47
	7.38

	其它薄膜电容器
	1085736.4
	-15.89
	42955.33
	9.86
	551874
	-0.22
	29069.46
	5.96

	未列名固定电容器
	220747.5
	65.56
	8199.56
	63.90
	1086178
	-63.12
	25540.41
	-14.16

	可变电容器
	8228.8
	-86.22
	1340.35
	11.42
	63092.3
	-33.05
	3729.29
	3.79

	电力电容器零件(kg)
	531,470
	15.52
	465.98
	18.53
	72,632
	-6.35
	209.09
	-35.80

	其它电容器零件(kg)
	6,611,336
	-12.10
	5616.80
	-2.38
	3,788,680
	-13.98
	15429.79
	7.37


2012年全球电视市场的主角：
智能电视

不同于众说纷纭的3D显示技术，电视的智能化受到了业界的一致认同。Google、三星(Samsung)及索尼(Sony)竞相推出智能电视(Smart TV)后，电视正迈入联网新纪元。台湾矽统科技企业营销处副总经理李志村表示，与3D不同，智能电视是一个必然的
发展大趋势。当前，云端科技是几乎每个大公司以及中小客户都在做的东西。而在实现云端技术之后，自然就会往智能设备方面发展。2011年，部分中国品牌厂商甚至首先提出了“云电视”这一概念。 

尽管由于标准和网络带宽的问题，智能电视在国内也基本处于炒作概念的阶段，但是对电视智能化的需求确实一直存在的。从最早的图片与视频播放功能，到后来的互联网电视，业界一直都是在向智能电视的方向发展。 

中国厂商在这次的新兴电视革命中走得非常快，6大国产品牌（TCL、康佳、创维、海信、长虹、厦华）凭借新概念电视都获得了较大的增长。赛迪顾问的数据显示，中国智能电视市场在2011年下半年加速发展，预计全年销售规模超过300万台，在平板电视中的渗透率达到9.2%，而未来3年中国智能电视的产量规模年均复合增长率将有望达到65.1%，这意味着智能电视即将成为全球电视市场的主角。 

在年初举行的2012 CES展会上，高通展示了新的四核心智能电视用处理器——Snapdragon S4 MPQ8064。据悉，这款处理器首个应用产品就是联想推出的智能电视，搭载Android 4.0 Ice Cream Sandwich操作系统。高通的高调亮相，证明了智能电视市场的爆发就在这两年，因为处理器是智能电视的核心，有了处理器的巨大飞跃，才能带给消费者最佳的应用体验。 

Mstar在电视、机顶盒、手机、平板等产品线上都有布局，尤其两年前就开始大规模增强软件开发力量，紧跟主流操作系统的发展方向，确保第一时间帮助客户推出领先行业的产品。Mstar市场总监/总经理特别助理杨军介绍，该公司在去年国庆期间帮助国内几大客户同时实现量产单芯片Android智能电视；今年五一期间，又将帮助客户率先推出单芯片双核A9、Android4.0智能电视。未来的客厅，是围绕智能电视为核心的多设备互动应用。 

来自本土的南京宏晶微电子的主要产品则是“睿微RunWell智能电视系统”。该公司总经理吕忠楠介绍，这是全世界第一款结合智能电视机顶盒与视频通讯与WiFi路由功能，硬件方面采用嵌入式3C智能终端的芯片，软件则采用安卓2.3系统开发工具包与上层应用软件等，通过wifi无线通信，与智能iphone、ipad、android phone、android pad、PC等实现互联和互操作的跨平台功能。吕忠楠博士曾在美国加州负责iSICI, Storage of IP SoC 的研发及电路设计，以及主持研发与生产ARM9 Networking & Multimedia SoC，并同时拥有4项美国发明专利，2项中国发明专利。 

台湾矽统科技（SIS）针对智能电视应用提供了不同的解决方案，包括smart box，smart monitor（可看作一个Android PC）等等。该公司企业营销处副总经理李志村介绍，SIS目前为智能电视应用提供了两款基于Android平台的SoC——SiS691和SiS681，并根据不同客户的要求来提供客制化产品。此外，李志村透露，SIS计划明年开始进入笔记本市场，为notebook提供SoC。 

Android TV、Google TV和Apple DTV 

ARM中国区总裁吴雄昂曾在接受本刊记者采访时表示，2012年，智能电视在中国iTV电视用户（大约3千万）中将占据更多的份额，可能会达到30%-40%左右。Android系统会成为智能电视的标准操作系统，其中绝大部分Android智能电视将会基于ARM技术。 

不过，在欧洲和美国市场，Android系统却不会成为智能电视或者iTV的主导操作系统，取而代之的是Google和苹果将分别以Google TV和Apple DTV携手进入市场。显而易见，未来的智能电视市场将会出现来自不同阵营的产品相互厮杀的局面。 

作为移动操作系统巨头的谷歌也正在积极发展其在安卓系统上的电视软件，该软件对网络流媒体播放与标准电视收费进行了结合。谷歌电视目前的芯片供应商是Marvell，并同包括三星和LG在内的多家公司合作。 

虽然微软的WINDOWS 8也想进入消费电子市场，但由于其高昂的费用增加了消费电子产品的成本压力，因此其在智能电视领域的发展不太顺利。目前主攻的仍然是PC市场。 

在业界看来，Android平台的接受度比较高，不论外围应用如何包装，它的内核还是基于Android系统。由于Android的原始码对外开放，可供开发商自由发展，同各家的云端系统相结合，因此大部分国内电视厂商都是采用Android平台。康佳集团多媒体全球研发中心技术部经理仪海波表示，在国内市场，Android平台由于开放性好，推广厂家多，占有明显优势。不过，也正因为Android的原始码是开放的，同智能手机市场曾经出现过的情况一样，各家推出的产品品质和应用参差不齐，完全依赖各家的技术水平决定。 

苹果公司除了其电视机顶盒产品计划外，从未对外界公开过任何关于进军电视行业的消息，但关于其即将进军智能电视市场的传言从未停止。根据各方信息预测，苹果的首款智能电视可能在2012年下半年推出，并集成iCloud云计算服务、Siri语音控制等全新技术，苹果极有可能在2012年给全球智能电视市场带来新一轮革命。 

李志村表示，苹果公司的情况很特殊，由于是封闭的软件环境，因此赚钱的只有苹果，这不会被其他厂商所接受。所以，其他厂商必须在创新方面独树一帜，才能在与苹果的对阵中占有一席之地。智能手机市场如此，平板电脑市场如此，智能电视市场亦如此。不过他也表示，不同于以往，苹果电视将不再像它在手机和平板产品领域那样具有明显的优势。因为，它最大的法宝——触摸功能，在电视产品中的需求已经被大大降低。这样一来，苹果将不再是一个产业的引导者，而是和其他竞争对手一样成为跟随者，这将使得大家再次站到同一起跑线上，公平竞争。 

当然，苹果在电视产品上投入已经引起了整个产业链的重视。在年初的CES大展上，三星率先推出首款55英寸超级OLED电视，首次将三星开发OLED产品的经验和技术扩展到大尺寸电视领域。并首次提出“智能互动”理念，通过语音控制、动作控制和面部识别等技术手段，实现智能用户与智能电视间的互动关联。 

杨军分析，如果苹果的这款产品成功推出，最受影响的会是韩系及日系品牌在北美的市场，中国市场短期内不会受冲击，反而会给国产品牌更多的启发和借鉴，并且有足够的时间跟进并改良自有产品的性能和体验。 

吕忠楠也表示，苹果作为终端设备的提供商，具有一流的销售团队与方案，据传苹果会以完善的IC设计、系统集成的软硬件解决方案，以打破传统电视的定向束缚，赋予电视高清传送、点播、视频通话、网络播放、资讯浏览以及家庭安防监控等诸多智能应用，因此苹果电视会给电视市场带来新气象与新想法。 

虽然各自出发点不一样，但整个业界对于苹果电视的期待心情显而易见。康佳集团多媒体全球研发中心技术部经理仪海波表示：“苹果TV仍然迷雾重重，即便推出也会在国内遇到政策问题。但我们期望苹果的加入会带来不同的思路，刺激电视行业的发展模式转变。” 

李志村则认为，苹果的软件部分相当值得借鉴。目前困扰智能电视发展的主要问题就是软件部分，希望苹果新产品的推出能改变目前缓慢的发展困境。 

智能电视功能多样，影响传统电视和PC的销量 

智能电视的发展，无疑又会给彩电行业带来一次真正意义上的技术革命。我们发现，技术跨界了、产品跨界了，很多行业内原有的参与者衰落了、退出了，但更多围城外的看客又挤进来了，证明这个行业强劲的生命力。 

使用者体验仍然是智能电视发展的关键因素，电视品牌大厂如何掌握软件、内容、服务整合的云端概念将是兵家必争之处。联发科技数字电视产品事业部总经理陈冠州指出，智能电视的成功需要六大关键因素：用户界面、搜索引警、社交网络、OTT视频、Web浏览器和游戏中心。他表示，智能电视需要强大的软硬整合能力。 

由于大部分消费者家中电视大多仍不具备联网功能，需要借助机顶盒去实现。因此对于机顶盒芯片的技术要求，以及芯片的成套解决方案需求都会增加。南京宏晶微电子科技有限公司总经理吕忠楠表示，透过机顶盒去实现电视“智能化”、“网络化”功能应是较好的模式。由于机顶盒造价低，相对于电视机，机顶盒弹性高，消费者无须置换高价智能电视。 

由于消费电子产品将持续进化，因此智能电视有机会成为最终战场。据预测显示，2012年全球Smart TV出货量可望增加至5,285万台，年成长逾100%，占整体TV比重20%。其中用户接口、游戏、网络浏览器、OTT Video、社交网络、搜寻工具等为Smart TV六大关键成功要素。 

ARM中国区总裁吴雄昂表示，2012年，一部分领先的制造厂商可能会开始真正采用应用商店的业务模式，并且推出了许多新的功能，比如新浪微博、电视支付、3D游戏、三屏交互操作等，这些功能都将推出并逐渐流行。 

吕忠楠指出，智能电视的发展已成潮流，逐渐将电视从“看电视”实现为“自由点播电视”的一个转变。由于PC操作对于儿童以及年纪较大的人群相对复杂，因此智能电视的普及将会改变一种全新的生活理念以及模式。同时由于电视属于使用年限较长的消费性电子产品，换机时间通常在5～10年左右，因此，在不淘汰旧电视的情况下，使电视智能化，变成一个必然。而传统的电视，也将逐渐转变为“高清化”、“人性化”的播出。 

实际上，智能电视是在将电视的市场扩大化，这个过程中间会挤占一部分PC市场。李志村表示，如果今后的电视在家里都可以上网，那么一般的PC都几乎不会再使用，台式PC的量就会趋于饱和。因此，诸如联想、同方等PC厂商都已经进入智能电视市场，寻找新的发展机遇。 

2012年1月9日，联想集团在CES大展揭幕前发布了首款智能电视Idea TV，型号为K91，这标志着联想集团正式涉足电视产业。联想集团董事局主席兼首席执行官杨元庆当天表示，智能电视从性能上讲更像个人电脑，联想能在智能电视上找到优势。 

不过，传统电视并不会很快消失。李志村认为，毕竟传统电视的成本还是比智能电视低很多。由于智能电视有一个操作系统，仅存储器件这一部分的成本就增加了许多，所以低端的传统电视还会继续存在，同时数量也会维持在一个稳定的范围内。他强调，除非有一天，智能电视和传统电视在价格上相差无几，那么传统电视才会真正告别消费者。 

智能电视怎样才能获得较大发展？ 

智能电视解决了系统功能平台，使TV产品功能更丰富，但这只是实现了应用丰富可能性。从现有上市的智能电视产品来看，虽然拥有了开放的操作系统（以安卓为主），但应用是个大问题，因为原有的应用都是针对智能手机和平板电脑开发的，与平板电视的高分辨率屏幕无法直接匹配，还有就是触摸屏的输入方式也不太适合大尺寸平板电视，而现有的遥控器也无法满足消费者的新体验，整个行业期待技术的突破，来撬动这一巨大的消费市场。 

3D VSTAR CEO杨亚军表示，要让智能电视产业有良性的发展，关键在于：1、为了TV上实现更多功能应用，需要众多开发者的支持；2、随着众多品牌和企业进入市场，软硬件的兼容性或者统一标准就显得越来越重要，消费者肯定希望自己需要的应用是在不同产品不同品牌下的共通的。 

康佳集团多媒体全球研发中心技术部经理仪海波也表示，智能电视接口标准及其他相关标准很重要。智能电视目前处于发展初期，各厂商对智能电视都有不同的理解。他指出，目前采用不同的操作系统和内容接口平台，电视的应用也互不兼容。因此，必须建立智能电视标准体系框架和产业链各环节相关的技术标准，制定设备互连接口、内容服务接口、应用程序开发接口、系统安全技术等方面的标准，这样才能促进智能电视产业协同快速发展。 

电视播放内容在大部分地区与国家都属于运营商业务，联网机技术标准虽统一，但运营商客各有盘算，想用若干规格的电视机品牌连来直接营运，不切实际，且对运营商利益无法保护。吕忠楠表示，智能电视最大的问题是内容、人机互动与相关法令对智财权限制等。此外一般人对电视简易操作的定式思维也造成了对智能电视产业普及的另类障碍。 

Mstar市场总监/总经理特别助理杨军表示，传统电视的播出在北美已经有了很大改变，因为那里是真正开放的市场，但欧洲相对保守、中国有政策管制，所以传统播出和互联网的结合会循序渐进，双方需要找到利益的平衡点。 

杨军认为，智能电视在国内要获得大发展，一方面国家相关产业政策及标准要及时出台，不能再出现互联网电视发展初期政策打压的局面；另一方面需要改变目前国内几大品牌各自为政开发产品的模式。智能产品的互联互动在跨品牌产品之间仍有巨大障碍，这对于分散的国产品牌来说，对抗国际巨头的力量是微不足道的，必须有一种机制能够使国产品牌合力，借助中国这个最大的单一市场，创造中国智能电视的自有生态系统，才有可能立于不败之地。 

杨军还表达了其对于统一操作平台的担忧，他说：“平台统一有利的一方面是能够最大限度实现资源共享，不利的一方面是未来智能电视仍然像PC和手机一样，国产品牌几乎没有任何话语权，不但专利受制于几大巨头，并且在技术更新和软件版本升级上疲于奔命。”

国内汽车电子发展前景一片大好 

从近两年北京汽车行业展会包括电动汽车展，混合动力车等新能源展会，以及今年北京汽车用品展会，SAMSUNGA8内核的3G互联导航机电车载产品FreescaleiMX515A8在车载电脑有应用。看到了汽车电子发展趋势： 

    1.行业车展上已经有很多厂商提出车联网的产品，可见物联网在汽车电子应用已经深入人心。 

    2.国内车展比国外车展慢一些，但是电动汽车等宣传力度很大！ 

    3.日系芯片厂商在中端汽车应用多，欧美系芯片在高端汽车应用多！日系车辆是瑞萨电子，村田，罗姆等大厂供应商的天下，更何况瑞萨电子提出的泛在网络！还有很多芯片厂商提出的车联网和智能汽车概念。欧系的汽车电子主芯片方案恩智浦了解多一些。美系Freescale的汽车电子产品方案无论主芯片还是MEMS在业内都是有口皆碑。 

    4.SAMSUNGA8，FREESCALEIM515等应用在平板电脑上的主芯片在车载电脑，车载互联导航仪上等已经有应用，是否也可以象智能手机的语音控制功能一样可以控制智能汽车呢？ 

    5.在汽车上可以免提电话，看车载机顶盒，无线上网等，这些功能是否会影响驾驶员注意力和情趣呢？如果是无人驾驶汽车就好了！ 

    6.CES2011智能汽车福特、通用汽车、丰田等企业展示了一系列智能汽车功能；CES2012XILINX有领航新一代汽车驾驶员辅助和娱乐信息系统设计！TI的360度全景泊车辅助系统方案！还有Freescale的汽车电子MCU和MEMS产品方案。看看汽车电子安全是第一，娱乐是必要的！业内领先芯片原厂很看好汽车电子发展。 

    7.很多汽车电子开发制造商都有和银行，通信运营商合作，特别是汽车导航系统开发商。这样一站式体验消费在汽车电子开发商也已经成为了一种气候。 

    8.电子元器件授权代理商不仅仅做汽车电子产品方案，而且推汽车电子产品整机！这个行业趋势很值得关注。  

    9.看看国内汽车电子发展行情，还是中高端汽车电子发展势头很猛。  


关于金属化薄膜电容器
损耗问题的了解和研究

南京天正容光达电子（集团）有限公司

南京正光新电电子有限公司

张春乐

电容器是电子元器件的重要组成部分，而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性成为电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业更新换代不可或缺的电子元件，本文通过金属化薄膜电容器的损耗的探讨和研究，探讨影响金属化薄膜电容器损耗的各方面因素。

一、金属化薄膜电容器损耗的组成

1、任何实际的电容器，在电场的作用下都是要消耗能量的。电容器把贮存或传递的一部分电能转换为热能，其中一部分使电容器发热，温度升高，另一部分消耗在周围环境中。通常我们将电容器在电场作用下，单位时间内因发热而消耗的能量，叫做电容器的损耗。

我们习惯上以损耗角正切tgδ表示电容器损耗的大小，而把tgδ称为损耗因数。电容器损耗因数是衡量电容器品质优劣的重要指标之一。

2、薄膜电容器的损耗主要由介质损耗、漏导损耗和金属损耗三部分组成。电容器不是在高温和极低频率下工作时，可以忽略漏导损耗的影响。所以一般而言电容器的损耗主要由介质损耗和金属损耗组成。介质损耗包括介质的漏电流所引起的电导损耗、介质极化引起的极化损耗、电离损耗。金属损耗包括电容器引出线的损耗、电容器极板有效电阻引起的损耗、接触电阻引起的损耗。

3、在忽略表面漏导损耗的情况下，电容器的损耗主要由介质损耗和金属损耗组成。电容器的损耗tgδ随频率的变化曲线如图1⑴。

tgδ---电容器损耗；    tgδd---电容器介质损耗；   tgδm---电容器金属损耗；
如图可知，频率在高频f1以下时，电容器损耗曲线和电容器介质损耗曲线图特征一致，说明此条件下电容器损耗是随电容器介质损耗变化而变化的，电容器介质损耗是电容器损耗的主要因素（f3以下主要为电导损耗，f3到f1之间主要为极化损耗）。但电容器在高频电路中工作时，金属损耗占的比例很大。

金属损耗随频率和温度增高而增大，但由于各种金属材料的电阻率不同，金属损耗随频率和温度增高而增大的程度也不同。

金属损耗Tgδ=2∏fcR（R为等效串联电阻）
二、金属化薄膜电容器损耗的影响因素
通过金属化薄膜电容器损耗组成的了解，我们在电容器选型和解决损耗问题方面就有了方向。
1、对于金属化薄膜电容器的介质损耗，相对我们电容器生产企业而言，基本是固定的，选型不同，介质损耗自然是不同的。要想有具有更小的介质损耗，除非出现新的介质材料。
 2、对于薄膜电容器的金属损耗，则是我们重点关注的对象。
 （1）引出线的损耗。金属化薄膜电容器在工作时，引出线的等效电阻R是很小的，损耗功率也很小，其tgδ微乎其微，可以忽略不计。
虽然如此，为了把引出线的损耗影响做到最小，也有一些厂商用镀锡铜线代替传统的镀锡铜包钢线。根据电阻定律R=ρL/S，ρ铜小于ρ铁。在L（引出线长）一定的情况下，铜线的等效电阻比CP线要小。（2）
（2）金属化薄膜电容器极板有效电阻引起的损耗。金属化薄膜电容器极板有效串联电阻的大小理论上和极板有效长度、有效宽度、镀层厚度、留边的宽度有关。它与极板有效长度、镀层厚度成反比，与极板有效宽度、留边宽度成正比。所以在设计时，在其他条件允许的条件下，减小金属化膜料的方阻（即增加镀层厚度），减小极板有效宽度、留边的宽度是降低金属化薄膜电容器极板有效电阻引起的损耗的有效途径。
（3）接触电阻引起的损耗。它主要有两部分组成，一是喷金料与电容器芯子端面的接触损耗，主要受到喷金料本身材质的影响，与金属层同等或相近成分的喷金料，能够更好的与金属层相互渗透，从而减小接触损耗。二是引出线与喷金层的接触损耗。引出线既要和喷金层有牢固的接触，又不能过度接触而造成芯子端面的损伤。
三、影响金属化薄膜电容器损耗的工艺要点
理论上金属化薄膜电容器受以上几点的影响，在实际生产过程中会出现各种各样的实际的影响因素。本质上逃不脱这几个因素，但它们的表现方式却各有差异。要降低和稳定金属化薄膜电容器的损耗，设计和工艺上应做到如下几点：
   1、设计
   （1）结构设计，在设计一款金属化薄膜电容器时，就需要根据线路要求，首先进行设计选型，考虑电容应用环境，频率、电压、电流、波形需求，选择产品型号、设计结构，在条件允许，不影响其他方面要素情况下，减小电极宽度、增大端面面积，是减小金属损耗的手段。
（2）合理选材，选定型号后，影响金属化薄膜电容器损耗最直接根本的因素是金属化膜料的方阻大小，方阻越大，损耗越高。但是我们也不可能无限的减小方阻来减小电容器的损耗。方阻的大小还会影响到电容器的其他性能，如耐压、脉冲电压等等。一般而言，每微米金属化聚丙烯膜的耐压公式如下：
V=18X+78 （X为金属化膜料的方阻、V为每微米金属化膜料的耐压）
（3）错边控制，增加卷绕错边，可以增加电容器端面与喷金层的接触面积，从而减小接触电阻。但是如果错边过长，热压后，由于膜料收缩，会造成倒弧现象，错边越大会越严重。这样喷金料很难渗透进去，从而增大接触电阻，影响损耗。所以金属化薄膜电容器的错边需要取个适当的值一般而言，金属化薄膜电容器错边在0.6-1.0之间

2、卷绕

卷绕张力过小，膜与膜之间的空隙会较大，会对膜料造成一定的氧化。张力过大，会造成膜料的损伤、严重的造成金属层脱落，热压时也会造成压不实的现象，影响耐压，赋能工序也会造成炸裂现象。
卷绕张力设定一般为：膜宽*膜厚*（0.8~1.2）÷10
但是，也要根据实际情况，具体调节。
3、热压
热压是利用金属化膜料的热聚合性能，使之定型，提高电容器紧密度和电性能的稳定。热压压力过大、温度太高、时间过长，会造成金属层的脱落、端面的倒弧。从而增加电容器的损耗。且效率差，能耗高。
热压温度过低、压力过小、时间过短，芯子压不紧，膜层松散、耐压下降、损耗升高。
4、喷金
喷金工序是影响接触电阻的最重要工序。通过工艺的调整，喷金直接的目的在于增加金属化电极和喷金层的结合强度、减小接触电阻。
我们想减小接触电阻，就要了解影响喷金质量的因素。
影响喷金质量的因素：喷金材料的选择、喷枪高度、喷金颗粒的粗细、喷金层的厚度、芯子端面的清洁度等等。
（1）、理论讲，根据同种或相近金属易扩散原理，与金属化膜料镀层成分越相近的喷金材料，越容易与其结合。
如今喷金料普遍的是用锡锌合金的喷金丝，所用锡锌比率从70/30到30/70不等，随着喷金材料价格不断的提高，也有很多一部分生产商用纯锌喷金丝。为此我们也做些实验，对此进行验证尝试。
（2）、由于喷金料成分的不同，它的熔点也不同，虽说较小的喷金距离能增加喷金料与芯子端面的牢固度，但较小的喷金距离会让灼热的喷金料烫伤金属化膜料，使其接触损耗增加，严重的可使电容器失效。喷金距离过大，则会致使喷金料和金属化膜料的牢固度不够，并会造成喷金料的浪费。所以合适的喷金距离不仅仅能减小电容器的接触损耗，而且能够增加喷金利用率。
通过调整喷金料材质和喷枪的高度，我们做了如下实验：
实验1：实验产品型号：CBB21/630V/224K
表1
	喷枪高度1
	喷枪高度2
	数量
	喷金1遍材料
	喷金2遍材料
	焊接后损耗1KHz/10KHz/100KHz*10-4
	1100V短路充放电1次1KHz/10KHz*10-4
	1100V短路充放电10次1KHz/10KHz*10-4
	630V电阻充放电10000次1KHz/10KHz/100KHz*10-4

	140mm
	160mm
	100
	四元合金
	3070锡锌
	1-2/5-6/65-69
	1-2/5-6
	1-2/5-6
	1-2/5-6/65-68

	170mm
	160mm
	100
	四元合金
	3070锡锌
	1-2/5-6/65-69
	1-2/5-6
	1-2/5-6
	1-2/5-6/63-69

	220mm
	160mm
	100
	锌丝
	3070锡锌
	1-2/5-6/66-70
	1-2/5-6
	1-2/5-7
	1-2/5-7/66-69


此实验表明：1遍喷金料用锌丝，2遍喷金料用3070锡锌丝是可行的。
实验2：实验产品型号：MKP/275VAC/224K 
表2
	喷枪高度1
	喷枪高度2
	数量
	喷金1遍材料
	喷金2遍材料
	焊接后损耗10KHz*10-4
	1500V短路充放电1次10KHz*10-4
	1500V短路充放电5次10KHz*10-4

	140mm
	220mm
	100
	5050锡锌
	5050锡锌+纯锌
	5-6
	5-6
	5-7

	140mm
	220mm
	100
	5050锡锌
	纯锌
	5-6
	5-6
	5-7

	160mm
	220mm
	100
	3070锡锌
	3070锡锌+纯锌
	5-6
	5-6
	5-8


表3
	喷枪高度1
	喷枪高度2
	数量
	喷金1遍材料
	喷金2遍材料
	3000V脉冲电压测试

	140mm
	220mm
	20
	5050锡锌
	5050锡锌+纯锌
	通过

	140mm
	220mm
	20
	5050锡锌
	纯锌
	通过

	160mm
	220mm
	20
	3070锡锌
	3070锡锌+纯锌
	通过


*对于普通的焊接电源来说，用纯锌做外层喷金面，焊接会存在一些问题，虚焊会比较多，要用特殊的焊接电源才能达到要求。
从这些实验，我们不难看出，影响接触损耗的因素虽然较多，但我们可以对这些影响因素做适当的调整，那么还是可以达到金属化薄膜电容器质量要求的。
（3）、喷金颗粒的太粗，容易烫伤膜料、并且喷金料不易进入端面缝隙致使其与金属化膜料的接触损耗增加。理论上喷金颗粒越细越好，但太过细小的喷金粉末会很容易氧化，同样影响接触损耗。
喷枪口部位的一些零部件，长期使用后会有一定的喷金料堆积，会缩小喷射口径，也会影响喷金的扇面面积，致使喷金料的浪费、喷金厚度不均匀。
（4）、喷金层的厚度直接影响到焊接过程引出线和喷金层的接触。喷金层过薄，焊接时会对金属化膜料产生损伤。喷金层过厚浪费喷金材料。
（5）、空气质量也一定程度的影响喷金的效果，空气过滤机、油水分离器如果效果差，潮湿、污染的空气会对接触面造成氧化和污染。
（6）、一般的，集尘装置的引风口在喷金机的侧面，其与压缩空气的喷射气流方向是垂直的，这会造成喷金机内部气流紊乱，在对电容一面进行喷金时，喷金灰会对另一面造成污染。影响另一面的喷金层结合效果。
另一方面，紊乱的气流会使喷金扇面产生位移，造成一定的材料浪费。所以集成引风口方向最好与喷射气流方向一致。

当然集尘装置抽风能力小的话也会减小喷金层的附着力。
5、赋能
金属化薄膜电容器最大的特点是其自愈性能，赋能不完全在后续的测量过程会有耐压、损耗不良的产生。

6、焊接
焊接是通过低电压、大电流短路放电产生的高热量使引出线上的镀锡层和喷金层熔化，从而使两者结合，达到电极引出的目的。
焊接过程的虚焊，对芯子造成的机械损伤以及焊接大电流对金属膜料的损伤，都会造成金属损耗的增加。
焊接损耗的因素，主要有引出线材质、焊接压力、焊接电流和焊接头的平整度和洁净度。
（1）引出线的材质、长短会影响电容器的损耗，选择铜线和减小引出线长度，在高频率条件下会适当的降低电容器的损耗。
（2）、焊接压力小造成引线虚焊，易造成接触电阻增大，所以焊接压力不能过小。但也不能过大，如果焊接压力过大或者焊接间距过小，会造成电容器端面的损伤，从而造成充放电不合格。一般焊接压环的压力应小于30N。
（3）、焊接头不平整度、不洁净度会造成焊接过程打火，或造成虚焊，增大接触电阻。
所以适当的焊接压力、焊接间距、焊接电流、焊接时间才能得到好的焊接效果。
7、内浸和灌封
内浸料和灌封料会对金属化薄膜电容器造成一定的腐蚀，拿金属化聚丙烯材料来说，与内浸和灌封前的芯子相比，内浸和灌封后的电容器1KHz和10KHz损耗值会升高0.0001-0.0002个值。所以选择腐蚀性较小的环氧料，有利于电容器损耗的改善。
以上也是粗浅的谈谈金属化薄膜电容器的损耗问题，电容生产过程中还有很多造成金属化薄膜电容器损耗不良的原因，如膜料划伤、内浸料和灌封料固化不完全等等。还有待我们继续了解和研究。
参考文献：
（1）、《薄膜电容器损耗的频率特性》，曹桂华
（2）、《金属化薄膜电容器损耗的工艺研究》，王振东
（3）、《最新型电容器结构性能参数与选型设计制造及应用测试方法技术大全》，中国电力工业出版社，ISBN7-94874-658-7

Vishay推出表面贴装
模压片式钽电容器

日前，Vishay Intertechnology, Inc.宣布，推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。该电容器是行业首款具有低至0.005CV的漏电流(DCL)标准，使系统设计师能够大幅延长便携设备中电池的工作时间。 

TL3系列提供多种容量和电压值的器件，特别适合各种各样苛刻的应用及需要长产品寿命的要求，例如电池供电的设备、便携式仪器、胎压监测、医疗仪器、电源、手持仪器和电池备用电源。 

TL3电容器采用A、B、C、D和E共五种标准EIA-535BAAC外形尺寸的模压封装，并提供标准和低ESR的选项。器件的容量为0.1µF～470µF，额定电压为4VDC～63VDC，容量容差为±10%和±20%。外形尺寸B、C、D和E通过了100%的浪涌电流测试及提供可靠性0.5%/1000小时的产品。器件采用符合RoHS的锡端接和无卤素。 

新的TL3系列现可提供样品，并已大量生产，大宗订货的供货周期为八周。    
Vishay 扩充用于功率电子的
重载电容器

Vishay Intertechnology, Inc.宣布，扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器，增添新容值和新封装形式。

HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF～1100µF，该系列将容值扩展到2235µF，容值容差为±5%。

HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器，以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波，及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。

金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达150A，脉冲电流高达25kA，自感小于70nH。

除了具有低自感和高电流等级，HDMKP电容器在高频、低ESR条件下的损耗极低，能够抵御冲击和振动造成的影响，从而在恶劣环境中实现高可靠性和延长使用寿命。

不但增加了新的容值等级，该系列电容器还新添了4种外形供用户选择。电容器的高度从105mm到260mm，直径从84.4mm到116mm。器件采用无极性电解液，利用底座上集成的M 12螺栓，能够很轻松地进行安装。

HDMKP系列器件在整个额定电压范围内的工作温度为-40℃～+70℃，在一半额定电压下的温度可达+100℃，符合IEC 61071 1、EN 61071、IEC 68 2和IEC 61881标准。接头到接头的测试电压是额定直流电压的1.5倍，持续时间为10秒。  
新型高可靠性铝电解电容器 

日前，Vishay Intertechnology, Inc.宣布，推出高容值、高纹波电流，并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。 

142 RHS系列提供从5mm x 11mm至18mm x 40mm的15种外形尺寸，105℃的最高温度等级使器件能在更高的温度下工作，或是具有比标准的85℃系列更长的器件寿命。其他特性包括在105℃下高达3100A的额定纹波电流，在10V～450V电压范围内的容值为1μF～22,000μF。 

做为一款采用非固态电解液和径向引线的极化铝电解电容器，该器件的性能规格使其能很好地适用于工业和通信系统、家用电器、便携式和移动电子设备中开关电源和DC-DC电源里的平滑、滤波、缓冲和电压解耦应用。 

在+105℃下，142 RHS电容器具有2300小时的超长使用寿命。器件符合RoHS指令，具有防充电和防放电的特性，所以没有峰值电流限制。 

142 RHS电容器现可提供样品，并已实现量产，大宗订货的供货周期为14周。
基美拓展DC Link
薄膜电容器系列

领先的钽、陶瓷、铝、薄膜，纸质和电解电容器制造商基美公司 (KEMET Corporation) (NYSE: KEM) 今天面向工业与替代能源应用推出其拓展的 C4AE Radial Film DC Link 电容器系列。C4AE 系列如今提供新的600 VDC 和105摄氏度的环境温度范围以及更小的外形尺寸，以满足最新的太阳能微逆变器和逆变器驱动型 LED 系统的需求。 

基美 AC Film 产品管理总监 Antonio Sanua 表示：“基美的 C4AE 高电容密度电容器是需要高纹波电流、超长寿命以及卓越品质与可靠性能力的应用的理想之选。太阳能逆变器、交流电动机驱动、焊机、LED 照明和其它高增长市场全部都可以从这个产品增强中获益。”  


日本高科技行业面临5大挑战
——巨额亏损、产业空洞

日本电子业界此刻正处于集体悲痛中。二月末，全球第三大PC存储芯片厂商尔必达记忆体（Elpida Memory）提交破产保护申请。该公司负债56亿美元，创下日本制造业有史以来最高的破产记录。奥林巴斯近来也一直深受财务丑闻困扰。今年五月，索尼发布的最新年报预计亏损11亿美元。

然而，日本电子领域的厄运并未就此结束。《东方经济报告》(The Oriental Economist Report)主编理查德•卡茨(Richard Katz)在近期报告中指出了日本电子领域内众多疲软数据，一系列令人吃惊的数据显示出这一曾经世界风光的行业现在已经身陷困境。

卡茨列出了五点日本高科技行业面临的五大挑战，具体如下：

1. 竞争力：

2010年，日本在高收入经合组织（OECD）成员国中总占全球出口份额较1984年的12%下降至7.6%。据最新数据显示，两年前美国所占出口份额为16.9%，德国所占出口份额为14%。韩国在2010年的出口份额为5%，这一数字仍在稳步增长并逐步接近日本。

2. 出口：

卡茨指出，2000年日本电子产品出口量占全国总出口量的24%，而2011年的这一数字仅为14%。这说明电子业已经不再是日本贸易主要来源。日本的贸易顺差从2000年的6.9万亿日元(约合836亿美元)，下降至2011年的1.2万亿日元，降幅高达82%。

3. 半导体：

1990年，日本在全球芯片行业的主导地位无可争议。卡兹称：“在当年的全球半导体企业20强中，日本销售额占比达到55%（包括日本及非日本客户在内）。”而截至2010年，以英特尔为首的美国芯片公司占全球半导体销售额51%，日本销售份额几乎减半至24%。同时，韩国销售份额达19%，其中三星在全球半导体企业20强中的排名升至第二，仅次于英特尔。

4. 大规模亏损

日本最大的手机、电视机芯片制造商表示，据估计他们今年的损失将达到170亿美元左右。据彭博社报道，这相当于三星全年研发投入的四分之三，该公司会借此加强其市场领导地位。卡茨指出，自2000年起，日本高科技行业的总产值降幅几乎达到一半。

5. 产业空洞

卡茨在报告中写到：“日本约有三分之一的电子产品都在海外工厂生产。” 这相当于日本其他制造领域的两倍。

卡茨表示，不能寄希望于日本高科技跨国公司实现自我解救。日本拥有大量的技术人才，但是很难预测到这个行业衰落速度如此之快，幅度如此之大。
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